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摘 要

本研究主要探討單層印刷電路板鋁基板與單層印刷電路板銅基板對於環境衝擊程度之比較，利用生命週期評估方法作為本

研究之工具，將製造組裝階段分成原物料使用類別、能資源耗用類別、製程廢棄物產出類別三個類別，並利用SimaPro軟

體來作評估計算，將單層印刷電路板鋁基板與單層印刷電路板銅基板製造組裝階段，轉化成生命週期評估數值，藉以了解

何者對於環境影響衝擊程度較大。 本研究結果顯示，在單層印刷電路板鋁基板的製造組裝階段上，原物料使用類別、能資

源耗用類別、製程廢棄物產出類別之環境衝擊值各為0.158 Pt、0.081 Pt、0.055 Pt，而在單層印刷電路板銅基板的製造組裝

階段上，原物料使用類別、能資源耗用類別、製程廢棄物產出類別之環境衝擊值則分別為0.307 Pt、0.121 Pt、0.041 Pt，可

看出兩種不同生產製程於製造組裝階段中都是在原物料使用類別對環境衝擊影響程度最大。 單層印刷電路板鋁基板於製造

組裝階段之環境總衝擊值為0.239 Pt，單層印刷電路板銅基板之環境總衝擊值則為0.427 Pt，可見單層印刷電路板銅基板於

製造組裝階段對環境的衝擊程度較為大。
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